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‘ 1-2 Lagen

SYMBOL
BESCHREIBUNG

Semiflex-Dicke Vorzugsweise 0,20 mm bis 0,25 mm

2230 im

> 1 mm

Semiflex Leiterplatten
Semiflex circuit boards

Aufbau eines Multilayers

VS
v

Mindestabstand Tieferfrasung zu Kupfer

Mindestabstand Fraskante / Bohrloch
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Draufsicht FR4 - Semiflex

Leiterplatten Service GmbH

S BESCHREIBUNG

Kupferabstand zu Kontur - Biegebereich

Kupferabstand zu Kontur - Biegebereich
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> 300 pm

=230 pm

> 1 mm
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Berechnung Biegebereich , L”

L = alpha x radius R x Pi / 180° + 2 x 0,4 mm

1- LAGIG 2 - LAGIG
5 MM RADIUS 5 MM RADIUS

45 3,9 4,7
90 7.1 8,7
Biegewinkel 180 13,4 16,5

Achtung:

Bitte beachten, dass im Biegebereich das Kupfer auBenliegend ist!
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Weiteres zur Beachtung:

Biegerichtung: Kupfer auBen.

- Die Leiterbahnen sollten gerade zur Biegung und 1 mm Uber die Frasnut hinaus verlaufen.

Alle freien Flachen sollten im Biegebereich mit Kupfer aufgefullt werden

(AuBen- wie auch Innenlage).

Nach Maoglichkeit bei zwei gebogenen Lagen die AuBenlage als vollflachige Power / Ground-Lage

anlegen und auf der darunter liegenden Lage die Signale fihren.

=» Fur eine homogene Biegung ist eine Biegevorrichtung zu verwenden.

2

¢ 4 3 Ll

Einbauzustand: Beide starren Leiterplattenbereiche sind so zu fixieren, dass keine Krafte auf den

flexiblen Bereich einwirken.

Prozesssicherheit: Reststegdicke mit einer Toleranz von + /- 0,05 mm.
alle Endoberflachen maoglich.

Leiterplattendicke 0,8 - 1,6 mm.

Kupferdicke Innenlagen 18 um, AuBenlagen 35 pym.

Kein Trocknungsprozess notwendig, da kein Polyimide vorhanden.
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